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Fläche für Partnerlogo

16 - 32 mm

8 - 16 mm

4 - 8 mm

2 - 4 mm

1 - 2 mm

0,5 - 1 

mm

0,25 - 0,5 mm

0,125 - 0,25 mm

0,063 -

0,125 mm

Massenmetalle 

(Cu, Fe, Al, Ni) 11,0%

Halogene 

(Br, Cl) 

5,0%

Silizium 23,7 %

Tantal 

35,6 %

Sonstige 

24,5 %

0 - 0,063 mm

Anteile (Ma.-%) der
Korngrößen am Metallkonzentrat

Anteile (Ma.-%) der
Korngrößen am Metallkonzentrat

8 - 16 mm

4 - 8 mm

2 - 4 mm

1 - 2 mm

0,5 - 1 mm

0,25 
-0,5 mm

0,125 -

0,25 mm
0,063 - 0,125 mm

Massenmetalle 

(Cu, Fe, Al, Ni) 5,0 %

Halogene 

(Br, Cl) 

0,9 %
Silizium 19,6 %

Tantal 

1,5 %

Sonstige 

72,7 %

0 - 0,063 mm

Anteile (Ma.-%) der
Korngrößen am Metallkonzentrat

Anteile (Ma.-%) verschiedener  
Elemente an der Fraktion 0-0,063 mm 

A U S G A N G S S I T U A T I O N
Hightech-Metallen wie Tantal ist es zu verdanken, dass Elektro-
und Elektronikgeräte immer flacher, leichter und leistungsfähi-
ger werden. Während deshalb der Verbrauch des Metalls
immer weiter steigt, stagniert dessen Recycling auf niedrigem
Niveau. Leiterplatten, die auch mit Tantal-Kondensatoren be-
stückt sind, werden wegen ihrer hohen Gehalte an Kupfer und
Edelmetallen in integrierten Kupferschmelzen verwertet. Hier
wird Tantal aber als Verunreinigung abgeschieden und geht
verloren.

Z I E L

Ziel des Verfahrens ist deshalb die selektive Abtrennung von
Tantal aus Leiterplatten vor ihrer Zugabe in den Schmelzofen
und die Herstellung eines tantalreichen Sekundärrohstoffes für
die Industrie.

V O R G E H E N  U N D  E R G E B N I S S E

Dafür werden die Leiterplatten zunächst thermo-chemisch
behandelt. Durch die Behandlung werden die Kunststoffe zer-
stört und so das „Verbundsystem“ Leiterplatte aufgeschlossen.
Es entsteht ein Metallkonzentrat, in dem die verschiedenen
Metalle frei vorliegen und damit mechanisch-physikalischen
Trennverfahren zugänglich sind. Im nachfolgenden Klassier-
schritt entsteht eine Fraktion (0 bis 0,063 mm), in der sich
knapp die Hälfte des gesamten Tantals sammelt. Die Tantal-
konzentration in dieser Fraktion beträgt 35 Ma.-%.

Wird das Metallkonzentrat zunächst gemahlen und dann
klassiert, sammeln sich in der gleichen Fraktion sogar ca. 72 %
des Tantals an. Die Tantalkonzentration liegt hier jedoch nur bei
1,5 Ma.-%. Beim Mahlen werden außer Tantal auch andere,
spröde Materialien wie Glasfasermatten oder Kohlenstoff stark
zerkleinert und sammeln sich beim Klassieren in der Fraktion
0 bis 0,063 mm.

A K T U E L L E P R O J E K T E N T W I C K L U N G
Aktuell werden Behandlungsschritte identifiziert und getestet,
mit denen die Reinheit des Tantalkonzentrats weiter erhöht
werden kann. Ein weiteres Augenmerk liegt auf dem Abtren-
nen geringer Spuren an Edelmetallen. Die Erhöhung der
Wirtschaftlichkeit und die Steigerung der Produktqualität sind
Meilensteine auf dem Weg zur industriellen Umsetzung.


